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⚫概要

• 荷重：50～1000N
• 周波数：40～50ｋHz
• 不活性ガス雰囲気でシンタリング
• 温度：RT～350℃
• ワーク固定方式
真空/メカチャック
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ダイボンドペースト
DBC基板

珪樹フィルム供給

PTFEフィルム供給 接合ツール
ボンディングヘッド
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時間

不活性ガス雰囲気

ﾃﾞｨｽﾍﾟﾝｽ工程

カメラ

チップマウント工程

シンタリング工程

⚫装置内でナノペーストを塗布
⚫ディスペンサー（エア/スクリュー）
脆い材料にも適応可能

⚫カメラで位置決め
⚫マウント時スクラブ動作で密着性向上
⚫精密荷重・位置制御

ボンディングヘッド

⚫不活性ガス雰囲気でシンタリング
⚫セラミックヒータで温度プロファイル制御
⚫珪樹フィルムで各チップ均一加圧

装置内でナノペースト塗布、チップマウント、シンタリングを完結

エスアイ精工（株）様共同開発

※冷却時の温度制御可能

珪樹 とは三菱ケミカル(株)製のシリコーンゴムフィルムです
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